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Die Zukunft ist bleifrei

Der Elektronikmarkt stellt sich weltweit auf Bleifrei
ein. Namhafte Hersteller von Elektronikgeraten und
-bauteilen stellen ihre Fertigungen um. In Instituten
und Versuchsanstalten werden die Lote bereits
getestet. Zurzeit kristallisieren sich die Systeme stabi-
lisiertes Zinn/Kupfer und zZinn/Silber/Kupfer als die
favorisierten heraus.

Der Nachteil einer einfachen, nicht stabilisierten
SnCu-eutektischen Legierung ist jedoch, dass man
unter Ublichen Lotbedingungen eine unakzeptable
Menge an Briicken und Kurzschliissen bekommt.
Diese Briickenbildung kann leider nicht durch Ein-
stellen der Prozessparameter, wie aktiveres Fluss-
mittel, langsamere Durchlaufgeschwindigkeit oder
Lotfanger, auf ein zufrieden stellendes Maf? verringert
werden.

SN100C — die optimale Lésung

Um der Elektronikbranche auch beim Verzicht auf
Blei die besten Produktionsbedingungen zu ermdég-
lichen, haben Balver Zinn, DKL und FCT Assembly in
enger Kooperation mit Nihon Superior das bleifreie
Lot SN100C exklusiv auf den Markt gebracht.

Dieses Spitzenprodukt erfillt die Anforderungen der
Umwelt und der verarbeitenden Industrie gleicher-
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maRen. Als innovative, nickelstabilisierte Zinn-Kupfer-
Legierung bietet SN100C mit der annehmbaren An-
wendungstemperatur von 250 bis 260°C in der Welle
die Sicherheit vor thermischer Beschadigung an den
verarbeiteten Leiterplatten und Komponenten.

Unschlagbare Eigenschaften

SN100C eignet sich bestens fur moderne Verfahren,
wie Wellenloten, Hot-Air-Levelling, Tauchverzinnung
oder galvanische Anwendungen. Die Zugabe von
Nickel hat einen sehr positiven Einfluss auf das
Erstarrungsverhalten des Lotes. Die Bildung nadel-
artiger Kristalle wird verzogert, und rundere Struk-
turen werden gefdrdert. Dadurch wird der Lotabfluss
im Austrittsbereich der Leiterplatte aus der Welle
erheblich verbessert, und dem Entstehen von
Lotbriicken entgegengewirkt. Es entsteht ein
gleichmaRigeres Geflige mit einer glanzenderen
Oberflache. Hinzu kommt eine gute thermische
und elektrische Leitfahigkeit bei einer lang-
sameren Kupferablosung als bei Zinn-Silber-Kupfer-
Legierungen. Dabei bringt SN100C keine neuen
Elemente in die Lotverbindung ein und ist einfach zu
recyceln. Gegenuber bleifreien Loten mit vergleich-
baren Eigenschaften, z. B. Zinn-Silber-Legierungen,
besteht zudem ein erheblicher Kostenvorteil.

Schema Lotprozess

SN100C verzogert die Bildung nadelartiger Kristalle, fordert somit
eine verbesserte Oberflachenstruktur und verhindert Briicken-
bildung.
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Einfache Umrlistung Flexibel in der Lieferform

Selbst bestehende Anlagen lassen sich schnell und Damit Sie SN100C auf lhren Anlagen optimal ein-
problemlos umrtsten. SN100C fiihrt nicht zu erhdh- setzen kdnnen, bieten wir Ihnen eine groRe Vielfalt
ter Korrosion! Lottiegel, Pumpen und Dusen sollten an Lieferformen:

jedoch vor dem Wechsel einer genauen Inspektion = Barren e Anoden
unterzogen und auf ihre Verwendbarkeit gepruft = Stangen * Pellets
werden. Auch modernere Anlagen kdnnen bessere e Drahte » Voll- oder Halbkugeln
Ergebnisse produzieren! e Pasten  Platten
Barren Barren Barren Pellets, Halbkugeln,
MIT OFFENER- UND EXTRUDIERT Vollkugeln
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Létdraht Rohrenlot Batiflux Paste BGA
FUR AUTOMATISCHE DRAHT FLUSSMITTEL DOSE
LOTZUFUHRUNG
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Naturlich produzieren wir auch
nach Ihren individuellen Anforderungen.

Einsatzgebiete

WELLE REFLOW HAL SELEKTIV-/HOCH- HANDLOTEN
et TEMPERATURLOTEN

SN100C SN96CI SN100CL SN100C3 SN100C

SN100Ce SN100C SN100CLe SN100C4 SN97C

SN97C LF-C2 SN100C SN96CI

SN96CI

Eigenschaften

LEGIERUNGSBEZEICHNUNG ZUSAMMENSETZUNG SCHMELZPUNKT ZUGFESTIGKEIT BRUCHDEHNUNG

. °C 10 mm/min (Mpa) %

SN100C/Ce/CL/CLe Sn Cu0,7 Ni 227 32 48

SN96C/SN96CI SnAg3,8Cul,0 217 52 27

SN97C SnAg3,0Cu0,5 218-219 50 32

LF-C2 SnAg3,8Cul,0Bi3 208-213 50 25

(patentierte Legierungen)




SN100C hat sich erfolgreich bewahrt

Immer mehr fihrende Unternehmen der Elektro-
technik, Elektronik und Leiterplattenherstellung
setzen SN100C mit grof3em Erfolg ein. Bislang wurden
mehrere 10 Millionen Platinen (Stand: September
2002), fir verschiedenste Anwendungen, vom Note-
book Uber Unterhaltungselektronik bis zur Klima-

anlage, gefertigt. Viele der damit bestlickten Geréte
sind bereits seit Uber 3 Jahren im Einsatz, und es ist
noch kein Ausfall bekannt geworden, der auf die
Verwendung bleifreien Lots zuritickzufuhren ist.

Mit SN100C gewinnt auch lhr Unternehmen die
Sicherheit, dass Ihre Produkte weder bei der Herstel-
lung noch beim Gebrauch oder Recycling Blei in die
Umwelt abgeben.

Reibungslose Umstellung

Profitieren Sie von unserem Know-how. Wir unter-
stitzen Sie in der Umstellungsphase und natirlich
auch dartber hinaus bei der Optimierung Ihrer Ver-
fahren und Anlagen.

Wir freuen uns darauf, mit lhnen zusammenarbeiten
zu dirfen. Kommen Sie auf uns zu.
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Reinzinn-Anoden, Feinblei-Anoden, Blei-Zinn-Anoden, Lote, Lotdrahte, Blei-Legierungs-Anoden, Zinn-Gusslegierungen, Feinzink-Anoden,

Zinkdraht, Feinzink-Legierungen (Zn 99,995 % mit Al, Si, Cu, Ce, La, Ti), Anoden aus Cu(el), CuP, Ni, Cd, Ag.



